Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovac¢des e Conmicacdes
Secretaria de Politicas de Infomatica (SEPIN)

ROTEIRO DE APRESENTACAO DE PLEITO PARA

RECONHECIMENTO DA CONDICAO DE COMPONENTE INTEGRADO
SEMICONDUTOR DESENVOLVIDO NO PAIS

Portaria MCTI n° 1.309/2013

DADOS DA EMPRESA

* Fornecer as informagbes em conformidade com oss itespecificados,
respeitando sua ordem e sem lacunas. Nos itensaplitaveis a situacdo da
empresa indicar essa condicao no proprio itemijfigsindo-a.

1. CARACTERIZACAO

1.1. Atividades em SEMICONDUTORES

Descrever as principais atividades exercidas pehapresa nas éareas de
Semicondutores:

1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Informar, por unidade ou estabelecimento fabrilatagdades exercidas pela empresa
nas areas de Semicondutores e eventuais outrakadg produtivas:

1.2.1. Unidade ou Estabelecimento (se for mais me para distingui-los,
acrescentar a numeracao do subitem letras coma, & 1.2.1.1.b etc).

1.2.1.1. Nome / Razao Social:

1.2.1.2. CNPJ:

1.2.1.3. Endereco:

1.2.1.4. Telefone:

1.2.1.5. Pagina na Internet (se houver):

1.2.1.7. Atividade(s) desenvolvida(s) na empresa:

1.2.1.6. Nome, cargo, endereco, telefone e coreddtronico (e-mail) do
representante legal da empresa e do responsawd pgbrmacdes prestadas no
requerimento;

1.2.1.8. Outras atividades de producéo de benyvgce

1.2.1.9. Outras informacdes que se julguem nedassar identificacdo da
empresa;
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INFRAESTRUTURA DE P&D

2. GESTAO TECNOLOGICA EM PROJETO DE
SEMICONDUTORES

2.1. ORGANOGRAMA DA AREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMETO (P&D)
DA EMPRESA.

Apresentar o organograma com a indicacdo do nunhenarofissionais internos (1) -
funcionarios da propria empresa - e externos (flobando-os por cargo ou funcéo, lotados
em cada uma de suas unidades:

2.2. QUADRO DE PESSOAL DE P&D
2.2.1. Funcionarios da empresa préprios — totalidel médio e superior:
2.2.2. Funcionarios da empresa terceirizados +detaivel médio e superior:

2.2.3. Outros profissionais envolvidos nas ativetadde P&D em
semicondutores.

2.2.4. Relacdo completa dos integrantes da equipeica que concebeu,
especificou e executou o projeto de desenvolvimenformando nome, domicilio,
formacdo, e-mail de contato, experiéncia profissioatividades desenvolvidas no
projeto e vinculo com a empresa.

2.3. PATENTES E REGISTROS

2.3.1. Relacionar as principais patentes em semiitores requeridos ou
obtidos, indicando o objeto, a data do pedido oeatecessado, o 6rgao requerido ou
concedente e seu respectivo pais.

2.3.2. Receitas decorrentes da cessdo de direitaisdede patentes em
propriedade intelectual de propriedade da empresa.

Valores em R$

RECEITAS (PATENTES/ PROPRIPEDADE INTELECTUAL)

PERIODO PATENTE ESPICIFICAGAO TOTAL
ANO
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2.3.3. Pagamentos ou remessas efetuadas pela angreslecorréncia da
utilizacdo de patentes ou propriedade intelectealedceiros para o desenvolvimento

do componente:
Valores em R$

PAGAMENTOS/REMESSA PARA PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE TERCEIROS EM SEMICODUTORES

ESPECIFICACAO VALOR (R$) BENEFICIARIO PAIS

2.3.4. Pagamentos ou remessas efetuadas pelaq#dizde ferramentas de
projeto de terceiros, bem como as demais remesam&s pagamentos destinados ao

desenvolvimento do componente:

Valores em R$

PAGAMENTO/REMESSAS DE TI

ESPECIFICACAO VALOR (R$) BENEFICIARIO PAIS

No caso de componente eletronico semicondutor en®itar desenvolvido
por terceiros ou blocos funcionais proprietariosP)l bem como programas de
computador residentes ou embarcados ("“firmware"¢ ¢genha ou n&o tenha sido
desenvolvido no Pais, 0 interessado devera aprasemtrespectivo contrato de
transferéncia ou licenciamento de uso, firmado canrespectiva instituicdo ou

empresa que os desenvolveu;
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ESPECIFICACAO DO COMPONENTE

3. CONCEPCAO E DETALHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO.

3.1. DEFINICAO DA CONCEPCAO BASICA DO COMPONENTE
Informar e anexar se necessario os documentogdeifisacdo que contemplem as
informacdes pedidas abaixo:

3.1.1. Detalhamento da aplicagdo do componente (uso):

3.1.2. Especificacdo das funcionalidades do componente:

3.1.3. Informacgé&o de uso @pplication notey:

3.1.4. Outras informacdes que auxiliem na definicho e @B8pacdo do
componente.

3.2. DETALHAMENTO DE ARQUITETURA

3.2.1. Apresentacao da arquitetura proposta do comporoemeos respectivos
blocos funcionais, interconexdes entres blocos gosuque se facam
necessarios, aléem do detalhamento funcional de cswdadestes (se
necessario anexar documentos);

3.3. ESPECIFICACAO FISICA E ELETRICA
3.3.1. Informacé&o detalhada do projeto com especificafisess e elétricas,

3.4. DOCUMENTACAO DE DESENVOLVIMENTO
3.4.1. Fluxo de projeto utilizado, incluindo a documentacgerada como
esquematicos; codigos em linguagem de descricabadbwvare leiaute
parcial e de topo, entre outras, necessarias tedaegao do projeto;

3.5. PROCESSO DE FABRICACAO
3.5.1. Definicdo do processo de fabricagdo e justificatigaescolha,

3.6. TESTES
3.6.1. Testes e validagbes usadas no desenvolvimentog destis alto nivel de
abstracao até sisteman-tircuit”.

3.7. ENCAPSULAMENTO
3.7.1. Tipos e especificacdo dos modelos de encapsulardefitbdos no projeto
a serem comercializados;

3.8. ESPECIFICACAO DE TECNOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADS
3.8.1. Detalhamento das tecnologias de propriedade ittelee programas de
computador utilizados no desenvolvimento das geaaseto leiaute do
componente e em outras fases do projeto;
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3.9. DISPOSITIVOS PROGRAMAVEIS
3.9.1. No caso de dispositivos légicos programaveis, t@isno circuitos
integrados FPGA ou PLD complexos com mais de 20@0tas, apresentar
documentacdo que comprove o0 desenvolvimento dowa@t de
programacéo destes dispositivos e os referidogstese validacdo do
componente;

3.9.2. Apresentacdo de marca e modelo de dispositivo anagvel utilizado, a
justificativa de uso e detalhes sobre a tecnolotjizada.

* No caso de dispositivos logicos programaveis, tod@as informacdes
pertinentes que se enquadram em outros tépicosndees fornecidas nos
referidos topicos;

3.10. PROTOTIPAGEM
3.10.1.Informacbes e documentacdes relacionadas a pragetip do componente,
gue se facam necessarias a comprovacao do desemsmiy;

3.11. GERAL
3.11.1. Outras informacdes que se facam necessarios dersie

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES




